IEC 62258-2

Edition 1.0 2005-06

INTERNATIONAL
STANDARD

NORME
INTERNATIONALE

Semiconductor die products —
Part 2: Exchange data formats

Produits de puces de
Partie 2: Formats d'éck

9

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 31.080.99 ISBN 978-2-83220-878-6

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale



-2 - IEC 62258-2:2005 © IEC:2005

CONTENTS

O T T @ T I P 5
INTRODUCTION Lot e e e e e e e e e e e e e et e e enns 7
L 1o o o 1T PP 8
2 NOIMAtiVE TEfEIENCES . .e i e 8
3 Terms and defiNitioNS .. .o e 9
I Yo LU T f =Y o 1= 0 9
5 Device Data eXchange format (DDX) file goals and usage .................,
6 DDX file format and file format rules ............cooiiiiiiii
7 DDXAile content ... )

7.1 DDXfile content rules ... e e N\l Y

7.2 DDXDEVICE block syntaxX.......ccooiviiiiiiiiii e D Q- N e

7.3 DDX data syntax ......coooveiiiiiiiii NG\
8 Definitions of DEVICE block parameters .............. e oo T N N

8.1 BLOCK_CREATION_DATE Parameter
8.2 BLOCK_VERSION Parameter
8.3 VERSION Parameter.........,Z.\.....,
8.4 DEVICE_FORM Parameter
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

8.16

8.17

8.18 _

8.19 THICKNESS TOLERANCE Parameter.........ccocoiiiiiiiii i 20
8.20 TERMINAL_COUNT Parameter .........ooiiiiiiiiii e 20
8.21 TERMINAL_TYPE_COUNT Parameter.......ccccoiuiiiiiieieiiiee e 21
8.22 CONNECTION_COUNT Parameter......cccoiuiiiiiiiiiiie e, 21
8.23 TERMINAL _TYPE Parameter........ccouiiiiiiii e 21
8.24 TERMINAL Parameter .. ..o e 23
8.25 IC_TECHNOLOGY Parameter ..o e 26
8.26 DIE_SEMICONDUCTOR_MATERIAL Parameter ........cccoovviiiiiiiiiiiiii e 26
8.27 DIE_SUBSTRATE_MATERIAL Parameter.........ccooiuiiiiiiiiiicce e 26
8.28 DIE_SUBSTRATE_CONNECTION Parameter ........ccceoiiuiiiiiiiiei e 26
8.29 DIE_PASSIVATION_MATERIAL Parameter.........ccocoiiiiiiiiiicicceee e 27
8.30 DIE_TERMINAL_MATERIAL Parameter........ccccoiiuiiiiiiiii e 27

8.31 DIE_BACK_DETAIL Parameter..........oiiiiiiiiii e 28



IEC 62258-2:2005 © IEC:2005 -3 -

8.32 WAFER _SIZE Parameter... ..ot
8.33 MAX _TEMP Parameter.. ..o e
8.34 POWER_RANGE Parameter ... ..o e
8.35 TEMPERATURE_RANGE Parameter ........cccoooiiiiiii e,
8.36 Simulator MODEL FILE Parameter.......cc.oiuiiiiiiiii e
8.37 Simulator MODEL FILE DATE Parameter........cccoiiiiiiiiiiiecee e
8.38 Simulator NAME Parameter ...
8.39 Simulator VERSION Parameter.......c...ooiuiiiiiii e
8.40 Simulator COMPLIANCE Parameter........coouviiiiiiiie e e
8.41 DIE_DELIVERY_FORM Parameter .......c.ccouiiiiiiiiiiice e,
8.42 PACKING_CODE Parameter........ccocoviiiiiiiiiiiiiieieieeeceenea e NG et e eneeees
8.43 BUMP_MATERIAL Parameter..........ocooiiiiiiiiiiiiiiiiiie N Lm0 e
8.44 BUMP_HEIGHT Parameter.........ccooiiiiiiiiiiiie e NN e NG e e e N e
8.45 BUMP_HEIGHT_TOLERANCE Parameter
8.46 MPD_PACKAGE_MATERIAL Parameter.........coocoeo S o030 N e e D e e eeeneenaes
8.47 MPD_PACKAGE_STYLE Parameter ................. ... 080\ L)

8.48 MPD_DELIVERY_FORM Parameter............. e o T N NS
8.49 MPD_CONNECTION_TYPE Parameter
8.50
8.51
8.52
8.53
8.54
8.55
8.56
8.57

9 DDX
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.1
1S B 2 =T o a1 g F= Y 1Y/ o 1= 1= TP 44
9.13 Rectangular terminal ... 44
9.14 Circular termMiNal ... ... e 44
9.15 Elliptic terminal. ... ..o e 44
9.16 Polygonal terminal...... ..o e 45
0.7 T IMINALS et e e e 45
9.18 SimuUIation data ......iei e 46
.19 FIdUCIAl By P et e 46
LS 024 O o 1¥ '] - | P 46
9.21 Die and feature Size ... e 47

0.2 P OSI ION e 47



-4 - IEC 62258-2:2005 © IEC:2005

9.23  OrieNtation ..o e 47
S S I T ) - S PPN 48
9.25 Substrate CONNECHION ... .o 48
LI I AT =Y T T 1= PP 48
Annex A (informative) Example of a DDX DEVICE blOCK......c..cooiiiiiiiii e 49
Annex B (informative) Example of DDX data in STEP Physical FILE (SPF) format .............. 51
Annex C (informative) Typical CAD view from the DDX file block example given in
A N X A e 53
Annex D (informative) Properties for simulation.............cooiii e 54
Annex E (informative) TERMINAL and TERMINAL_TYPE graphical usagg
CAD/CAM SYSIEIMS ..ot S N N 55
Annex F (informative) Cross-reference with [EC 61360-4 ............. o N N NG NGe e D eeenes 58
Annex G (informative) Notes on VERSION and NAME parame U VU N U N 60

Annex H (informative) Notes on WAFER parameters ........./C Nvone N e Yo 61
Annex | (informative) additional notes ........................,

Annex J (informative) DDX version history

Figure E.2 — HighJighti
Figure H.1 —lllu n




IEC 62258-2:2005 © IEC:2005 -5-

1)

2)

3)

4)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DIE PRODUCTS -

Part 2: Exchange data formats

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object/of is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical|land ele ronic er|dS To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, \
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides :
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any | i S i{tee igterested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. In } g \ al/and non-

from all interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for ati and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable effosts are ¢ hat the technical content of IEC
hich they are used or for any

In order to promote international uniformity, ¥ ation snmitte€s undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent posgible in thei nati and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corr ggional publication shall be clearly indicated
in the latter.

No liability shal G
members of its teshpica

other damage of any

This bilingual version (2013-07) corresponds to the monolingual English version, published in
2005-06.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1809/FDIS 47/1822/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This Part of IEC 62258 should be read in conjunction with IEC 62258-1.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 62258, as currently conceived, consists of the following parts, under the general title
Semiconductor die products

Part 1:
Part 2:
Part 3:
Part 4:
Part 5:
Part 6:

Further parts may be added as required.

« reconfirmed;
* withdrawn;
+ replaced by a revised edition, or

Requirements for procurement and use

Exchange data formats

Recommendations for good practice in handling, packing and storage
Questionnaire for die users and suppliers

Requirements for information concerning electrical simulation

Requirements for information concerning thermal simulation

« amended.

O
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INTRODUCTION

This International Standard is based on the work carried out in the ESPRIT 4™ Framework
project GOOD-DIE which resulted in the publication of the ES 59008 series of European
specifications. Organisations that helped prepare this standard included the ESPRIT GOOD-
DIE and ENCAST projects, the Die Products Consortium, and JEITA.

@%
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SEMICONDUCTOR DIE PRODUCTS -

Part 2: Exchange data formats

1 Scope

This part of IEC 62258 has been developed to facilitate the production, supply and use of
semiconductor die products, including but not limited to

— wafers,

— singulated bare die,

— die and wafers with attached connection structures,
— minimally or partially encapsulated die and wafers.

This standard specifies the data formats that may be used
by other parts in the IEC 62258 series as well as definitiof ameters used according
to the principles and methods of IEC 61360-1, IEC 61360~z 5 6044. It introduces a

The following refgrence
For dated references
of the referenced dogum

electric compone #s —/Part 2: EXPRESS dictionary schema

IEC 61360-4:1997, Standard data element types with associated classification scheme for
electric components — Part 4: IEC reference collection of standard data element types,
component classes and terms

ISO 6093:1985, Information processing — Representation of numerical values in character
strings for information interchange

ISO 8601:2004, Data elements and interchange formats — Information interchange -
Representation of dates and times

ISO 10303-21:2002, Industrial automation systems and integration — Product data

representation and exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the
exchange structure

1 To be published.
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1

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRODUITS DE PUCES DE SEMICONDUCTEURS -

Partie 2: Formats d'échange de données

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation
composée de Iensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationax deNa CEI) La CEl a

internationales, des SpeC|f|cat|ons techmques des Rapports techniques, de
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). -‘
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemental
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation

du possible, un accord international sur les sujets étudiés,
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

mardatiogs internationales et sont agréées
nnab s sont entrepris afin que la CEI
. 3 I I )

Tous les utilisat i ! yu'ils s possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilite \ 8_ipputée” a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y cg i X rts partictliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la &EI usé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de guelgue directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

de justice) ¢ B eécoulapnt de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre i od au crédit qui lui est accordé.

droits de brevets et dé ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 62258-2 a été établie par le comité d'études 47 de la CELl:
Dispositifs a semiconducteurs.

La présente version bilingue (2013-07) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2005-06.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47/1809/FDIS et 47/1822/RVD.

Le rapport de vote 47/1822/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I’approbation de cette norme.

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Il convient de lire la présente partie de la CEI 62258 conjointement avec la CEl 62258-1.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La structure de la CEIl 62258, telle qu'actuellement congue, consiste en les parties suivantes
sous le titre général Produits de puces de semiconducteurs:

Partie 1:  Approvisionnement et utilisation

Partie 2:  Formats d'échange de données

Partie 3: = Recommendations for good practice in handling, packing and storage (disponible
en anglais seulement)

Partie 4:  Questionnaire for die users and suppliers (disponible en anglais seulement)
Partie 5: Exigences d'informations concernant la simulation électrique

Partie 6:  Exigences d'informations concernant la simulation thermiqug

D'autres parties peuvent étre ajoutées si nécessaire.

Le comlte a deC|de que le contenu de cette publication ne serg pa ifié g t la date de
i " dans les

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée,

@@
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale est fondée sur les travaux réalisés dans le cadre du projet
ESPRIT 4, GOODDIE, qui a donné lieu a la publication de la série de Spécifications
européennes ES 59008. Les organisations qui ont aidé a la préparation de la présente norme
incluent les membres des projets ESPRIT GOODIE et ENCASIT, le Die Products Consortium,
et JEITA.

@%
S
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PRODUITS DE PUCES DE SEMICONDUCTEURS -

Partie 2: Formats d'échange de données

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEIl 62258 a été élaborée afin de faciliter la production, la fourniture
et l'utilisation de produits de puces de semiconducteurs, y compris, mais sans s'y limiter:

— les tranches,

— les puces nues isolées,

— les puces et les tranches munies de leurs structures de connexio

— les puces et les tranches a encapsulation réduite ou partiel

de données qui est couvert par d'autres parties de lgprése : 1’62258 ainsi que les
définitions de tous les parametres utilisés selon Ies i : es de la CEl 61360-1,
de la CEI 61360-2 et de la CEI 61360-4. Elle p gse ange de données de

dispositif, DDX (Device Data Exchange er de faciliter le transfert des
données géométriques adéquates en{re | Qri ot'|'utilisateur de CAO/IAO et
des modéles d'informations formels Qqui perm ¢ 1'é ¢ de données dans d'autres
formats tels que le format de flchler ph EP, canformément a I'ISO 10303-21 et XML

Les documents
document. Pour
non datées, S
amendem

atees, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
du document de référence s'applique (y compris les éventuels

CEl 62258-1
utilisation

IEC 61360-1:2002, Standard data element types with associated classification scheme for
electric components — Part 1: Definitions — Principles and methods (disponible en anglais
seulement)

IEC 61360-2:2002, Standard data element types with associated classification scheme for
electric components — Part 2: EXPRESS dictionary schema (disponible en anglais seulement)

CEI 61360-4:1997, Types normalisés d'éléments de données avec plan de classification pour
composants électriques — Partie 4: Collection de référence CEl des types normalisés
d'élements de données, des classes de composants et des termes

ISO 6093:1985, Traitement de l'information — Représentation des valeurs numériques dans
les chaines de caracteres pour I'échange d'information

1 A publier.
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ISO 8601:2004, Eléments de données et formats d'échange — Echange d'information —
Représentation de la date et de I'heure (disponible en anglais seulement)

ISO 10303-21:2002, Systemes d'automatisation industrielle et intégration — Représentation et
échange de données de produits — Partie 21: Méthodes de mise en application: Encodage en
texte clair des fichiers d'échange
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